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一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国半导体封装用引线框架市场研究分析及投资前景评估报
告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容
。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定
企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的
权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏
观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/202110/977805.html

报告价格：电子版: 9800元    纸介版：9800元    电子和纸介版: 10000元
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电子邮箱: sales@chyxx.com

联 系 人: 刘老师
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观。
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二、报告目录及图表目录

由智研咨询专家团队精心编制的《2024-2030年中国半导体封装用引线框架市场研究分析及
投资前景评估报告》（以下简称《报告》）重磅发布，《报告》旨在从国家经济及产业发展
的战略入手，分析半导体封装用引线框架行业未来的市场走向，挖掘半导体封装用引线框架
行业的发展潜力，预测半导体封装用引线框架行业的发展前景，助力半导体封装用引线框架
业的高质量发展。
本《报告》从2022年全国半导体封装用引线框架行业发展环境、全球发展态势、行业规模
、竞争格局、重点企业等角度进行入手，系统、客观的对我国半导体封装用引线框架行业发
展运行进行了深度剖析，展望2023年中国半导体封装用引线框架行业发展趋势。《报告》
是系统分析2022年度中国半导体封装用引线框架行业发展状况的著作，对于全面了解中国
半导体封装用引线框架行业的发展状况、开展与半导体封装用引线框架行业发展相关的学术
研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事半导体封装用引线框架行业相关的政府部门、
科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。
引线框架是一种用来作为集成电路芯片的金属结构载体。引线框架是借助于键合材料（金丝
、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气电路的关键结构件
，引线框架是电子信息产业中重要的IC封装材料，在电路中发挥着重要作用：包括连接外部
电路和传递电信号作用；向外界散热，发挥导热作用；支撑和固定芯片的作用，其外壳整体
支撑框架结构通过IC组装而成，保护内部元器件。根据生产工艺不同，引线框架分为冲压型
和蚀刻型两种，蚀刻型工艺，主要用于100脚位以上的引线框架，环保压力和设备成本等较
大，国内目前主要以冲压工艺为主。。

国内整体引线框架市场规模情况而言，虽然目前国产引线框架水平叫国际先进水平仍存在部
分差距，但在国产化替代需求背景下，国内整体半导体材料增速明显高于全球领域，半导体
引线框架市场规模也略高于全球增速，数据显示我国引线框架市场规模从2016年的81亿元
左右增长至2021年的105.8亿元，2022年整体下游影响市场规模增长至114.8亿元，细分规
模来看，国产企业销售规模快速增长，2022年已达65.53亿元，随着国内整体半导体国产化
替代需求持续推动，我国引线框架市场规模将持续向好。

目前高端的蚀刻引线框架主要依靠进口，在中美半导体贸易摩擦和国家对集成电路行业大力
扶持的政策下，高端封装材料国产替代势在必行。境内的蚀刻引线框架起步较晚，目前只有
康强电子、新恒汇、天水华洋等少数企业涉足，但是产能较小，市场基本被境外厂商垄断，
未来国产替代空间广阔。康强电子经营现状而言，2022年整体宏观关键变化，下游消费电
子、通信需求放缓，康强电子引线框架整体业务收到较大影响，数据显示，2022年康强电
子框架产销量分别为1154.3亿只和1142.9亿只，引线框架营收规模为9.02，较2021年的13.
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16亿元下降明显，产品单价从2021年的79.23元/万只略微下降至2022年的78.92元/万只。

引线框架作为半导体封装产业链中的关键一环，技术上仍保持着持续不断地进步，“小型化”
发展趋势，对封装要求更小、更轻、更薄，反映到引线框架材料上，要求材料厚度减薄、精
度提高此外，良好的导电性和一系列加工特性也是必备要求。目前高强高导型引线框架材料
已逐步成为市场主流，理想上优良的引线框架材料强度应大于600MPa、硬度HV应大于130
、电导率(IACS)应大于80%。
蚀刻引线框架采用腐蚀液对铜带材腐蚀成型，产品精度较高，可生产多脚位产品，符合集成
电路小型化、轻薄化、高速化的发展趋势，有望成为行业主流。蚀刻型引线框架用铜合金带
材除了要满足冲制型引线框架带材的所有技术指标外，对带材产品的板形、残余应力、表面
缺陷等均提出了更高的要求，基本代表了引线框架带材加工的最高技术水平。

《2024-2030年中国半导体封装用引线框架市场研究分析及投资前景评估报告》是智研咨询
重要成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是半导体封装用
引线框架领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智
库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务
。
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